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Le groupe PICSELLe groupe PICSEL

• Spécificités du groupe
– Création en 1999



 

Concevoir/développer des détecteurs a pixels de nouvelle génération (capteur CMOS)

– une R&D instrumentation forte


 

Position de leader mondial dans la technologie CMOS pour la physique subatomique

– de nombreux projets 


 

Détecteurs de vertex


 

Trajectométrie


 

Imagerie


 

Développement générique, intégration

• Composition du groupe (3 pôles)

– De la conception à l’exploitation dans des projets de physique

Physiciens
4 physiciens permanents
3 doctorants
1 post-doc

Ingénieurs de test 
& instrumentation
6 ingénieurs
1 post-doc

Concepteurs micro-électronique 
11 ingénieurs
7 doctorants



Motivations: Motivations: àà ll’’aube daube d’’une nouvelle une nouvelle èère re 

• 2012: découverte d’un nouveau boson au LHC
– Mais qui est-il ?

• Nécessité de comprendre sa nature et ses propriétés
– Est-ce bien le boson de Brout-Englert-Higgs ?
– Est-il standard ? Est-il supersymétrique ?



 

Mesure précise de ses propriétés indispensable 
(couplages, Br, nbs quantiques, etc.)

• Futur collisionneur linéaire à électrons/positons: 
– ILC (International Linear Collider)



 

Environnement propre permettant ces mesures de 
précision



 

Début de la construction ~2016, démarrage ~2020

• Quel dispositif expérimental ?
– Une trajectométrie et une calorimétrie de pointe
– Des détecteurs de vertex d’une finesse et d’une 

précision sans précédent

Nécessité d’une mise au point de détecteurs performants pour 
Satisfaire ce programme de physique ambitieux



Les dLes déétecteurs tecteurs àà pixels pixels –– la technologie CMOSla technologie CMOS

• Technologie CMOS: 
– Complementary Metal-Oxide Semiconductor



 

Procédé de fabrication industriel pour la fabrication de micro-circuits

– Détection et traitements électroniques intégrés
• Buts: 

– Construire des capteurs pouvant équiper des détecteurs de 
vertex capable de


 

Reconstruire vertex primaires et secondaires


 

Participer à la trajectométrie


 

Étiqueter les saveurs lourdes (quarks b et c, leptons 

 

)

• Contraintes
– Résolution spatiale micronique
– Budget de matière
– Vitesse de lecture
– Tenue aux rayonnements.
– Puissance dissipée
– Conditionnement, intégration mécanique

Optimisation et R & D nécessaires pour chaque application



De la fabrication a lDe la fabrication a l’’intintéégrationgration



ActivitActivitéés/Projets du groupe PICSELs/Projets du groupe PICSEL

• Le but a long terme a permis de franchir des jalons qui permettent dès aujourd’hui à 
la technologie d’équiper de nombreux projets à court/moyen terme

• Activités

Développement de capteurs CMOS
• détecteurs de vertex (STAR, ALICE, CBM, ILC, superB, etc.)
• trajectométrie / télescopes ( EUDET, AIDA)
• calorimètres EM (ALICE-FOCAL)
• Imageurs (imageurs beta, imagerie X, imagerie proton)
• développement générique, autres applications ( 3D, dosimétrie spatiale)
validation en tests faisceau

Intégration
• Développement de systèmes ultra-légers
(échelles double faces ultra-fines PLUME)

Etudes conceptuelles
• Design, Simulation, géométrie,
• Validation par des études de physique
(géométrie du détecteur de lLC vs Hccbar, 
optimisation du SVT de super B, 
algorithmes d’alignement dans AIDA, etc.)

Le groupe possède un savoir-faire unique de la conception à l’application



Transparents de replisTransparents de replis



Principaux axes de la R & DPrincipaux axes de la R & D
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